
 

NORMES IPC 
NORMES DEDIEES A LA MAITRISE DES 

PROCEDES ET AU CONTROLE DES 
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES 

Linéa Concept 01-2012 

BGA, CSP, HDI 
FLIP CHIP 
J-STD-030 
IPC-7094 
IPC-7095 

EQUIPEMENT ELECTRONIQUE 

EXIGENCES ET CRITERES D’ACCEPTABILITE 
POUR L’ASSEMBLAGE DES FAISCEAUX 

IPC-A-620 

ACCEPTABILITE DES ASSEMBLAGES 
ELECTRONIQUES 

IPC-A-610 

SPECIFICATIONS POUR LES ASSEMBLAGES 
ELECTRONIQUES BRASES 

J-STD-001 

ACCEPTABILITE DES CIRCUITS IMPRIMES 
 

IPC-A-600 

QUALIFICATION DES CIRCUITS IMPRIMES 
 

IPC-A-6011, 6012, 6013 

MATERIAUX DE BASE 
POUR CIRCUITS IMPRIMES 

IPC-4101, 4104, 4202, 4203 & 4204 

CONCEPTION ET MODELES 
 

SERIE IPC-222x & IPC-7351 

TRANSFERT DE DONNEES ET 
DOCUMENTATION GENERALE 

SERIE IPC-2581 & 2610 

Réparations 
 

IPC-7711/7721 

Soudabilité 
J-STD-002 
J-STD-003 

Guide de conception 
des pochoirs 

IPC-7525 

Matériaux d’Assemblage 
 

J-STD-004 
J-STD-005 

IPC-HDBK-005 
J-STD-006 
IPC-SM-817 
IPC-CC-830 
HDBK-830 

Epargne de soudure 
 

IPC-SM-840 

Feuillards de cuivre 
 

IPC-4562 

Marquage 
 

J-STD-609 

Composants 
J-STD-020 
J-STD-033 
J-STD-075 

Méthodes de test 
IPC-TM-650 
IPC-TR-585 
IPC-9691 

Test électrique 
 

IPC-9252 

Traitements de surface 
IPC-4552 
IPC-4553 
IPC-2251 

Circuits haute fréquence 
IPC-2141 
IPC-2251 

 

Déclaration des matériaux 
IPC-1751 
IPC-1752 
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